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Coordination Nationale pour la 

Formation à la Microélectronique et 

aux Nanotechnologies

Un réseau national de formation mutualisé dans 12 pôles interuniversitaires dont la

mission est la formation pratique en microélectronique et nanotechnologies sur des

plateformes dédiées en partenariat avec ACSIEL Alliance Électronique

• ACSIEL Alliance Electronique, (membre de la FIEEC et du Comité Stratégique de Filière)
• pôle PACA (PACA), rattaché administrativement à Aix-Marseille Université,
• pôle de Bordeaux (PCB), rattaché administrativement à  Bordeaux INP,
• pôle de Grenoble (CIME Nanotech), rattaché administrativement à Grenoble INP,
• pôle de Lyon (CIMIRLY), rattaché administrativement à l'INSA de Lyon,
• pôle de Toulouse (AIME), rattaché administrativement à l'INSA de Toulouse,
• pôle de Paris (CEMIP), rattaché administrativement à Sorbonne Université,
• pôle de Lille (PLFM), rattaché administrativement à l'université de Lille,
• pôle de Limoges (PLM), rattaché administrativement à l'université de Limoges,
• pôle de Montpellier (PCM), rattaché administrativement à l'université de Montpellier,
• pôle d'Orsay (PMIPS), rattaché administrativement à l'université Paris-Saclay,
• pôle de Rennes (CCMO), rattaché administrativement à l'université de Rennes I,
• pôle de Strasbourg (MIGREST), rattaché administrativement à l'université de Strasbourg.
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12 Pôles interuniversitaires
CNFM

Syndicat ACSIEL Alliance
Electronique

7 salles blanches

Services Nationaux du CNFM :
mise à disposition de logiciels,
testeur industriel, plateformes
de prototypage et de sécurité
numérique

Fonctionnement en réseau
avec mutualisation des outils,
des plateformes et des moyens
opérationnels

Les investissements cumulés
des pôles avoisinent les 55M€
(100M€ en remplacement)

Constitution du réseau CNFM
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En technologie

En conception

En caractérisation

Pour les lycéens

Stratégie du réseau CNFM de formation : des 

travaux pratiques innovants
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Stratégie du réseau CNFM de formation : lien étroit 

avec la Filière électronique
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Coordination Nationale pour la Formation à la 

Microélectronique et aux Nanotechnologies

Principales activités, plateformes et réalisations au sein du réseau CNFM par thématique 

pour la formation initiale, continue, et la sensibilisation

• Technologies silicium et III-V : formation de base 
• Nouvelles technologies : nanoélectronique
• Technologies de composants hyperfréquence
• Formation au test industriel et à la sécurité numérique
• Formation à la conception sur les outils des Services Nationaux 
• Plateformes de cartes électroniques embarquées 
• Électronique rapide haute fréquence et optoélectronique 
• Microsystèmes électroniques 
• Nouvelles technologies : électronique flexible 
• Nouvelles technologies : plastronique

• Électronique et composants de puissance au sein du réseau
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Technologies silicium et III-V : formation de base (1)
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Technologies silicium et III-V : formation de base (2)
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Nouvelles technologies : nanoélectronique (1)
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Nouvelles technologies : nanoélectronique (2)
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Technologies de composants hyperfréquence (1)
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Formation au test industriel et à la sécurité numérique

Technologies de composants hyperfréquence (2)
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Formation à la conception sur les outils des Services Nationaux (1)
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Formation à la conception sur les outils des Services Nationaux (2)
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Plateformes de cartes électroniques embarquées (1)



18/38

Plateformes de cartes électroniques embarquées (2)

18
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Électronique rapide haute fréquence et optoélectronique (1)
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Électronique rapide haute fréquence et optoélectronique (2)
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Microsystèmes électroniques (1)
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Microsystèmes électroniques (2)
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Nouvelles technologies : électronique flexible (1)
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Nouvelles technologies : électronique flexible (2)
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Nouvelles technologies : plastronique
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Activités, plateformes et réalisations, au sein du réseau CNFM pour la formation 

initiale, continue, et la sensibilisation

Thématiques Catégories

Composants microélectroniques silicium et III-V

Composants nanosctructurés en couches minces

Nanoélectronique, intégrée silicium

Composants de puissance, silicium, SiC, GaN
Microtechnologie, capteurs, MEMS, NEMS

Eléctronique analogique et numérique

Electronique HF,RF et microonde

Electronique de puissance
Electronique spatiale

Fiabilité electronique et des composants
Electronique organique, couches minces

Conception de circuits et systèmes
Conception sécurisée numérique

Test des composants et circuits

Systèmes électroniques de puissance
Systèmes sur puces, biopuces

Systèmes électroniques embarqués

Systèmes de télécommunication

Systèmes hétérogènes, micro-assemblages

Systèmes de gestion de l'énergie
Capteurs intégrés intelligents , objets connectés

Optoélectronique, photonique

Bioélectronique et systèmes pour la santé

Plastronique

Spécialités porteuses des domaines de la microélectronique et des 
nanotechnologies réparties en 5 catégories

Composants

Circuits

Conception (CAO)

Systèmes 
électroniques

Systèmes 
hétérogènes 

vers les applications
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Les 3 grands domaines d’application de l’électronique de puissance et les 5 paramètres
principaux caractérisant les propriétés physiques et électriques des matériaux
La formation doit inclure dans ses programmes la maîtrise de ces paramètres.

Électronique de puissance : domaine d’application
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Électronique et composants de puissance au sein du réseau
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Électronique et composants de puissance au sein du réseau



32/38

Savoir et savoir-faire assurés par le réseau CNFM

 Connaissance approfondie des composants et modules à semiconducteur à grand 
gap (SiC, GaN,.) 

 Principe de la mise en œuvre des composants et modules et comportement en 
commutation

 Problématique de la commande de grille des composants de puissance

 La conversion DC/DC 48V-12V

 Le chargeur embarqué 400V

 Le (super) chargeur de station 1200V

 Problématique des composants haute-tension 

Toutes ces connaissances doivent être accompagnées d’une formation pratique
développant un savoir-faire indispensable à leur mise en œuvre dans la filière
automobile.

Cette pratique peut être assurée par le réseau CNFM sur ses différentes plateformes.

Eléments de contenu d’une formation adaptée

Électronique et composants de puissance au sein du réseau
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Moyens de l’offre de formation

 Mobilisation des enseignants-chercheurs et chercheurs directement impliqués dans les
thématiques

 Accueil des apprenants sur les plateformes du réseau pour les activités expérimentales

 Mobilisation d’équipements de mesure utilisés en formation et en recherche autour
des composants et des convertisseurs (physico-chimie, électrique, thermique)

 Mobilisation des moyens logiciels dédiés aux composants et convertisseurs :
simulation et conception de composants élémentaires, de circuits élémentaires

 Mobilisation de plateformes de réalisation et de tests centrées sur les dispositifs dédiés
à l’automobile tels que commandes, convertisseurs, chargeurs, électronique
embarquée, etc.

Formation pour la Filière automobile - Électronique de Puissance
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Public concerné

Moyens complémentaires nécessaires à la formation pour répondre aux 
exigences des applications à l’automobile

 Niveau technicien : montage et test de circuits électroniques et cartes, contrôle des
composants élémentaires nouveaux

 Niveau ingénieur : découverte et spécialisation sur les composants grand gap

 Niveau ingénieur : perfectionnement sur les nouveaux convertisseurs DC/DC haute
tension, les chargeurs, les mises en œuvre de systèmes

 Niveau ingénieur et docteur : conception de nouveaux circuits et fonctions à l’aide
d’outils de CAO industriels

Formation pour la Filière automobile - Électronique de Puissance

 Acquisition de composants représentatifs des technologies, des calibres et du
packaging associé (Si, SiC, GaN)

 Acquisition de cartes d’adaptation aux équipements de caractérisation de composants
de puissance (haute tension, fort courant, forte puissance)

 Implémentation de bancs de mesures dédiés

 Acquisition et mise en service de démonstrateurs de convertisseurs

 Acquisition des matériels et composants dédiés aux cartes conçues par les apprenants
dans le cadre d’une activité projet (formation pratique avancée)
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Objectifs : répondre aux besoins des entreprises en Emplois et en Compétences 

Former aux  métiers en tension, nouveaux et en perpétuelle évolution

Se former avec le CNFM pour rester employable, performant et à la
pointe du progrès tout au long de sa vie professionnelle et contribuer à
la compétitivité de son entreprise ; formations alliant savoirs et savoir-
faire pour Acquérir/Renforcer des compétences ou Assurer une
reconversion!

Structuration du guichet national d’entrée de la formation continue ; http://web-
pcm.cnfm.fr/formation

• Formation Continue existante : courte, par apprentissage (alternance), diplômante

Catalogue

• Formation Continue sur demande

• Thématique, Durée, Date, Lieu
• Equipe pédagogique et moyens
• Validation

Services de 
Formation 
Continue

Formation pour la Filière automobile - Électronique de Puissance
Formation continue au sein du réseau sur les plateformes
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Thèmes

COMPACITE : 
Réduction de 40% (à 
considérer: le facteur 

de forme)

RENDEMENT : 
Amélioration de x% (à 

discuter avec les 
experts)

COÛT : Amélioration 
de 20% (Attention: 
niveau système à 

considérer)

REFROIDISSEMENT : 
Limiter / se passer de 

refroidissement 
liquide

STANDARDISATION : 
Favoriser l’émergence 

et l’utilisation de 
standards (y compris 

hors automobile)

COMPETITIVITE 
FILIERE

et Localisation 
Nationale

Formation 
d’experts et  

spécialistes en 
électronique de 

puissance

Introduction du 
concept dans la 

formation 

Mise en œuvre des 
concepts dans la 

formation 

Introduction de 
l’analyse de la 

valeur en 
séminaires dédiés

Introduction du 
concept et des 

modèles dans la 
formation 

Introduction du 
concept dans la 

formation 

Formation au 
niveau national 
dans le cadre du 

réseau CNFM

Projet du GIP-CNFM
Prof. B. Allard, Prof. O. Bonnaud

Formation des Experts en Électronique de 

Puissance pour l’Automobile : FEXEPA

Description / périmètre technique :
Formations initiale, continue et en alternance d’experts en électronique de puissance 
pour l’automobile – connaissance, compétences et savoir-faire en : .
- composants et modules à semiconducteurs à grand gap (SiC, GaN),
- La mise en œuvre en commutation de ces composants et dispositifs,
- augmentation de la densité de puissance des convertisseurs.

Produits / technologies / solutions :
- Formation théorique, formation pratique et au savoir-faire sur la conception, la

fabrication et le test des composants de puissance à grand gap et des convertisseurs
à forte densité de puissance. Activités pratiques sur bancs dédiés et évolutifs.

Principales difficultés / challenges :
- Adaptation des cursus courts et longs et des formateurs dans un délai raisonnable.
- Mise en place d’une alternance avec des entreprises.
- Accroitre l’attractivité des étudiants scientifiques dans cette spécialité. Le défi sera de

former plusieurs centaines d’étudiants au cours des 3 prochaines années avec cette
expertise (techniciens, ingénieurs, masters).

Principaux livrables & niveau de maturité visé (TRL)
- Environ 300 étudiants formés en vue d’une expertise sur la faisabilité technologique

des composants grand gap et des convertisseurs ayant des caractéristiques
adaptées aux applications automobiles / TRL 3 - 4

Partenaires recherchés :
- Etablissements universitaires formant des 

ingénieurs et docteurs en electronique de 
puissance (reseau CNFM)

- Laboratoires de recherche spécialisés dans le 
domaine des composants et circuits de 
puissance (AMPERE, G2ELAB, LAPLACE, 
SATIE)

- Equipementiers en électronique de l’industrie 
automobile

Démarrage projet : Juin/2021
Durée projet : 36 mois
Budget projet : 1,43 M€ consommables 
(composants), moyens de caractérisation, bancs de 
test dédiés, test et validation des composants et 
convertisseurs   

Y

FEXEPA


